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Kom:n asiak. nro:

C(2018) 7499 final - Liite

Asia:

LIITE asiakirjaan Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen Il muuttamisesta sen
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen toimivan sahkdliitoksen
puolijohdepalan ja alustan valilla integroitujen piirien kdantosiru- eli flip chip
—-tekniikassa mahdollistavissa juotoksissa kaytettavaa lyijya koskevan
poikkeuksen osalta

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2018) 7499 final - Liite.
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ANNEX

LIITE

asiakirjaan
Komission delegoitu direktiivi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta
sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen toimivan sihkéliitoksen
puolijohdepalan ja alustan vilillé integroitujen piirien kéiintosiru- eli flip chip

—tekniikassa mahdollistavissa juotoksissa kiytettivii lyijyd koskevan poikkeuksen
osalta
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Korvataan liitteessé I1I oleva poikkeus 15 seuraavasti:

LIITE

15 Lyijy juotoksissa, joilla Koskee luokkia 8, 9 ja 11 ja paittyy
mahc'l‘olhstetaan tp1m1va Sahlfo.hl..t 08 — 21.7.2021 luokkien 8 ja 9 osalta,
puolijohdepalan ja alustan vililla i
. . L o . lukuun ottamatta in
integroitujen piirien kaintosiru- eli . . .. ) )
flip chip -tekniikassa| Vltrq -dlagnpstu.kka}an 'tark01t.ettu]a

ladkinnillisia laitteita ja teollisuuden
tarkkailu- ja valvontalaitteita,

— 21.7.2023 luokan 8 in
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen
ladkinnallisten laitteiden osalta,

— 21.7.2024 luokan 9 teollisuuden
tarkkailu- ja valvontalaitteiden seka
luokan 11 osalta.

I5a Lyijy juotoksissa, joilla Koskee luokkia 1-7 ja 10 ja paittyy

mahdollistetaan toimiva sédhkoliitos
puolijohdepalan ja alustan vélilla
integroitujen piirien kaéntdsiru- eli
flip chip -tekniikassa, kun
véahintdin yksi seuraavistal
edellytyksisti tayttyy

— puolijohdeteknologian
solmupiste, joka on vihintdin
90 nm,

— yksi puolijohdepala, jonka
koko on vihintiaan, 300 mm
missd tahansa
puolijohdeteknologian
solmupisteessi,

2

— pinotut puolijohdepalaryhmit,
joissa yksi puolijohdepala on
vihintiin 300 mm? tai
piivilittdjd vihintiin 300 mm?,

21.7.2021.”
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